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Ni-W 合金は、硬度、延性、耐食性、熱安定性に優れるため、微小電気機械システム (MEMS)の

新たな構造材料として注目されている[1]。一方で、MEMS 作製工程に組み込まれる電解めっきに

より、平滑な表面と数十マイクロメートルの厚みを有する Ni-W 膜を形成するのは、陰極側にお

ける水素発生などの副反応が生じるため、困難である。この課題解決に向け我々は、パルスめっ

き (PRP: Pulse reverse plating) に着目した。PRP 法を用いることで、副反応の原因となる電極表面

の吸着種の濃度を低減可能なため、水素発生などの副反応の抑制が期待できる[2]。そこで本研究で

は、Ni-Wめっき膜の表面状態や機械特性に対して、めっき法が及ぼす影響について調査した。 

Ni-W の PRP には、作用電極に銅板、対極に白金板を用いて、NI-W めっき液 (6.0% Na2WO4·

2H2O/2.4% NiSO4·6H2O) 中、反応温度 65 ℃、攪拌速度 600 rpm で作製した。電荷量は 240C、正

電流時間 40s、電流密度 50 mA/cm2 で 40 秒間めっきを行い、1.5 秒間逆電流の電流密度 5 

mA/cm2 を作用極に続けて印加し、これらの操作を繰り返すことで行った。比較のため、直流 

(Direct current: DC) 条件でも Ni-W 膜を作製した。Fig. 1 に PRP 法および DC 条件で作製した 

Ni-W膜の走査電子顕微鏡 (SEM) 像を示す。DC 条件で作製した Ni-W膜表面ではクラックやホ

ールが確認される一方、 PRP法は、平滑な表面を有する Ni-W めっき膜を与えた。また、DC 条

件で作製した Ni-W膜は電極基板から剥離した一方で、PRP 法で作製した Ni-W膜は優れた接着

性を示すことが分かった。この PRP 法で作製した Ni-W 膜の膜厚は DC 法より厚いのめっき膜

を得られた。膜厚 39.0 ± 0.1 μmを実現した。 
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